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一种加固型计算机的散热装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种加固型计算机的散

热装置，属于计算机技术领域，包括底座，所述底

座内部的四角处均设置有固定架，所述计算机机

体的底端设置有导热垫和半导体制冷片，所述底

座的两侧均设置有进风口，所述底座内部的底端

安装有风机，所述插销的外侧设置有复位弹簧，

所述计算机机体的两侧均设置有与插销相匹配

的插槽。本实用新型通过设置的导热垫对计算机

机体的热量进行传导，通过设置的半导体制冷片

的两端分别吸收热量和放出热量，从而产生温差

将计算机机体内的热量传导出，然后通过设置的

风机将底座内的空气抽出，风从进风口进入底座

内，形成空气循环，加快了底座内的空气流速从

而将热量带出，提高了散热速率和散热效果。
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1.一种加固型计算机的散热装置，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）内部的四角

处均设置有固定架（3），所述固定架（3）的上端设置有计算机机体（6），所述计算机机体（6）

的底端设置有导热垫（7）和半导体制冷片（13），所述底座（1）的两侧均设置有进风口（14），

所述进风口（14）的内部设置有过滤网（15），所述底座（1）的内部设置有空腔（4），所述底座

（1）内部的底端安装有风机（5），所述底座（1）的两侧均设置有插销（8），所述插销（8）的外侧

设置有复位弹簧（11），所述计算机机体（6）的两侧均设置有与插销（8）相匹配的插槽（12）。

2.根据权利要求1所述的一种加固型计算机的散热装置，其特征在于：所述固定架（3）

的横截面呈“T”型结构，所述复位弹簧（11）与固定架（3）相连接，所述插销（8）和复位弹簧

（11）的数量为四组。

3.根据权利要求1所述的一种加固型计算机的散热装置，其特征在于：所述底座（1）底

端的四角处均设置有支撑腿，且支撑腿的材质为橡胶。

4.根据权利要求1所述的一种加固型计算机的散热装置，其特征在于：所述计算机机体

（6）的底端呈波浪形结构，且计算机机体（6）的材质为铝合金。

5.根据权利要求1所述的一种加固型计算机的散热装置，其特征在于：所述导热垫（7）

与计算机机体（6）粘合，且导热垫（7）的表面设置有与半导体制冷片（13）相匹配的凹槽，所

述半导体制冷片（13）的四周均采用导热硅胶密封。

6.根据权利要求1所述的一种加固型计算机的散热装置，其特征在于：所述插销（8）靠

近计算机机体（6）一端的表面设置有限位块（9），所述固定架（3）的内部设置有与限位块（9）

相匹配的卡槽（10），且卡槽（10）呈十字型结构。
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一种加固型计算机的散热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及计算机技术领域，具体为一种加固型计算机的散热装置。

背景技术

[0002] 加固计算机是为适应各种恶劣环境，在计算机设计时，对影响计算机性能的各种

因素，如系统结构、电气特性和机械物理结构等，采取相应保证措施的计算机，又称抗恶劣

环境计算机，其特点是:具有强的环境适应性、高可靠性和高可维性，较强的实时处理能力，

系列化、标准化和模块化，专用软件的开发是其应用的关键，因此机箱必须采用全密封结

构。

[0003] 传统的密封机箱散热是通过散热板进行散热，散热方式单一，属于被动散热，散热

效果差，影响计算机的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：为了解决传统的密封机箱散热是通过散热板进行散热，

散热方式单一，属于被动散热，散热效果差，影响计算机的使用寿命的问题，提供一种加固

型计算机的散热装置。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种加固型计算机的散热装置，

包括底座，所述底座内部的四角处均设置有固定架，所述固定架的上端设置有计算机机体，

所述计算机机体的底端设置有导热垫和半导体制冷片，所述底座的两侧均设置有进风口，

所述进风口的内部设置有过滤网，所述底座的内部设置有空腔，所述底座内部的底端安装

有风机，所述底座的两侧均设置有插销，所述插销的外侧设置有复位弹簧，所述计算机机体

的两侧均设置有与插销相匹配的插槽。

[0006] 优选地，所述固定架的横截面呈“T”型结构，所述复位弹簧与固定架相连接，所述

插销和复位弹簧的数量为四组。

[0007] 优选地，所述底座底端的四角处均设置有支撑腿，且支撑腿的材质为橡胶。

[0008] 优选地，所述计算机机体的底端呈波浪形结构，且计算机机体的材质为铝合金。

[0009] 优选地，所述导热垫与计算机机体粘合，且导热垫的表面设置有与半导体制冷片

相匹配的凹槽，所述半导体制冷片的四周均采用导热硅胶密封。

[0010] 优选地，所述插销靠近计算机机体一端的表面设置有限位块，所述固定架的内部

设置有与限位块相匹配的卡槽，且卡槽呈十字型结构。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过设置的导热垫对计

算机机体的热量进行传导，通过设置的半导体制冷片的两端分别吸收热量和放出热量，从

而产生温差将计算机机体内的热量传导出，然后通过设置的风机将底座内的空气抽出，风

从进风口进入底座内，形成空气循环，加快了底座内的空气流速从而将热量带出，提高了散

热速率和散热效果，通过将插销抽出后旋转，在插槽的配合下实现计算机机体的快速拆卸。
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附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型计算机机体的结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型的侧视图。

[0015] 图中：1、底座；2、支撑腿；3、固定架；4、空腔；5、风机；6、计算机机体；7、导热垫；8、

插销；9、限位块；10、卡槽；11、复位弹簧；12、插槽；13、半导体制冷片；14、进风口；15、过滤

网。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 本实用新型中提到的风机（型号为DP300A  3123HSL）、半导体制冷片（型号为TEC-

12703）均可在市场或者私人订购所得。

[0018] 请参阅图1-3，一种加固型计算机的散热装置，包括底座1，底座1内部的四角处均

设置有固定架3，固定架3的上端设置有计算机机体6，计算机机体6的底端设置有导热垫7和

半导体制冷片13，底座1的两侧均设置有进风口14，进风口14的内部设置有过滤网15，底座1

的内部设置有空腔4，底座1内部的底端安装有风机5，底座1的两侧均设置有插销8，插销8的

外侧设置有复位弹簧11，计算机机体6的两侧均设置有与插销8相匹配的插槽12。

[0019] 本实施中：通过设置的导热垫7对计算机机体6的热量进行传导，通过设置的半导

体制冷片13的两端分别吸收热量和放出热量，从而产生温差将计算机机体6内的热量传导

出，然后通过设置的风机5将底座1内的空气抽出，风从进风口14进入底座1内，形成空气循

环，加快了底座1内的空气流速从而将热量带出，提高了散热速率和散热效果，通过将插销8

抽出后旋转，在插槽12的配合下实现计算机机体6的快速拆卸，通过设置的过滤网15避免杂

物进入底座1内。

[0020] 请着重参阅图1，固定架3的横截面呈“T”型结构，复位弹簧11与固定架3相连接，插

销8和复位弹簧11的数量为四组，底座1底端的四角处均设置有支撑腿，且支撑腿的材质为

橡胶，通过设置的复位弹簧11，在插销8和插槽12的配合下实现计算机机体6与底座1的快速

拆装，通过设置的橡胶支撑腿对底座1进行支撑。

[0021] 请着重参阅图1，计算机机体6的底端呈波浪形结构，且计算机机体6的材质为铝合

金，通过设置的铝合金材质的计算机机体6，且底端呈波浪形结构，增大了计算机机体6与导

热垫7的接触面积，从而增大了散热面积，提高了散热效果。

[0022] 请着重参阅图2，导热垫7与计算机机体6粘合，且导热垫7的表面设置有与半导体

制冷片13相匹配的凹槽，半导体制冷片13的四周均采用导热硅胶密封，通过设置的半导体

制冷片13对计算机机体6最为发热的部位进行热传导，且半导体制冷片13的制冷速率快，制

冷效果好，通过设置的导热硅胶减小热阻。

[0023] 请着重参阅图1，插销8靠近计算机机体6一端的表面设置有限位块9，固定架3的内

部设置有与限位块9相匹配的卡槽10，且卡槽10呈十字型结构，在计算机机体6拆卸时，通过
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将插销8抽出后旋转90°，使得限位块9卡在卡槽10内，插销8与插槽12分离，即可取出计算机

机体6，安装时反向操作即可。

[0024] 工作原理：接通电源，导热垫7对计算机机体6的热量进行传导，半导体制冷片13的

两端分别吸收热量和放出热量，从而产生温差对计算机机体6最为发热的部位进行热传导，

然后通过风机5将底座1内的空气抽出，风从进风口14进入底座1内，形成空气循环，加快了

底座1内的空气流速从而将热量带出，提高了散热速率和散热效果，在计算机机体6拆卸时，

通过将插销8抽出后旋转90°，使得限位块9卡在卡槽10内，插销8与插槽12分离，即可取出计

算机机体6，安装时反向操，插销8在复位弹簧11的作用下插入插槽12内实现安装，拆装较为

简便。

[0025] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而

且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新

型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新

型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制

所涉及的权利要求。
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图1

图2
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图3
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